Technische Produktinformation

ELSOLD Bleihaltige No Clean Dip Lotpaste Sn63Ph37

Produktheschreibung

Dip Paste ist eine aktivierte bleihaltige no clean Lotpaste geeignet fiir den Auftrag durch Dippen. BGA-Bauteile bzw.
Bauteile mit Gull Wing Anschliissen oder ahnlichen lassen sich durch definiertes Eintauchen in die Lotpaste gezielt mit
Lot und Flussmittel beschicken. Im Vergleich zum Dispensen ist beim Dippen eine erhebliche Zeitersparnis
gewahrleistet. Zudem ist wegen der geringeren Menge an aufgetragener Lotpaste und damit auch von Lot die Gefahr
der Briickenbildung zwischen den Anschliissen deutlich kleiner. Durch das Auftragen von Lot wird auRerdem die Gefahr
von kalten Lotstellen minimiert, die z.B. durch Unplanaritdten verursacht werden kénnen. Die Eintauchtiefe beim
Dippen ist durch die geometrischen Gegebenheiten des Bauteils bestimmt, das Bauteil selbst darf keinen Kontakt zur
Dip Paste bekommen.

Gedippte Lotpaste (jeweils links) und anschlieegelbtete Bauteile (rechts)

ELSOLD Dip Paste bietet
B (ute Benetzung auf den {iblichen ® (ute Klebrigkeit

metallischen Oberflachen m Flussmittelklassifizierung: J-STD-004: ROL1

Optimale Dosierung B (eeignet fiir alle Lotverfahren mit indirekter

®  Hohe Aktivitat auf allen Substraten Erwarmung

®  lange Offenzeit

Zuverlassigkeitseigenschaften
Klebrigkeit>8 h Isolationswiderstand

Lotkugel-Test: bestanden J-STD-004, IPC-TNI-650, Methode 2.6.3.3

IPC-TM 650, Methode 2.4.43 . .

Kuofersnieqeltest: L Ungereinigt nach 24 h: 96x108Q
upterspieg ' Ungereinigt nach 96 h: 1.0x10°Q

ISP(ibTI\/IgEO Me;[?;de_z? ¢ bestand Ungereinigt nach 168h:  1.0x 10°Q
iTher-Lhromat-rapiertest. bestanden Kontrollbord nach 24 h: 1.1 x10°Q

IPC-TM-650, Methode 2.3.351 Kontrollbord nach 96 h: 1.2 x 10 Q)
Kontrollbord nach 168 h: 1.2 x 10" Q)
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Technische Produktinformation

ELSOLD Bleihaltige No Clean Dip Lotpaste Sn63Ph37

Physikalische Eigenschaften

Daten fiir Sn63Pb37, 76 % Metall, Pulvertyp 5: 10 — 25 pm
Viskositat: 350 — 450 Pas Schmelztemperatur: 183 °C
Anwendung

Die ELSOLD Dip Lotpaste wird durch Eintauchen der Anschliisse in die Paste aufgetragen. Die Eintauchtiefe kann durch
Schablonendruck mit der Starke der Eintauchtiefe festgelegt werden oder durch Programmieren der Eintauchtiefe mit
einer Reworkmaschine eingestellt werden.

Dip Paste enthalt sehr feines Lotpulver. Daher ist es wichtig, die Paste vor Gebrauch auf Raumtemperatur zu er-
warmen. Nach Gebrauch die Dose wieder gut verschlielRen. Auf keinen Fall benutzte Paste wieder zuriick in die Dose
geben.

Verpackung

Stiilpdeckeldosen mit Innenschieber: 250 g und 500 g.

Andere Verpackungen auf Anfrage.

Lagerung

Dosen: maximal 6 Monate im geschlossenen Originalbehélter bei 6 - 16 °C

Reflowprofil

Das dargestellte Temperaturprofil kann als Ausgangspunkt fiir eigene Profiloptimierungen dienen.

250 Reflowprofil fiir Sn62 und Sn63 Legierungen Topside Temperature of Board to
be 205 - 220 °C

2?g3 Liquidus Temperature for Sn62 & Sn63 alloys
-0,3- Reflow Time:
'g 150 Flux Activation Temperature 30-60s
® Ramp < 1.0 °C/s
é’. 100 Soaking Zone
-+
= Soak Time 140 - 180 °C

50 Soak Time 60-90's
Pre-heat 1 Pre-heat 2 Reflow-Zone Cooling
0
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Zeit [s]

Vorstehende Angaben sollen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit oder Gewahrleistung kann jedoch
aufgrund der Vielseitigkeit der Materialien, der Anwendungen, auch beziiglich der Schutzrechte Dritter, nicht
ibernommen werden.
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